KINTEK SOLUTION

Prensa Laboratorial Aquecida A Vacuo
Catalogo

Contact us for more catalogs of Prensa de Laboratério, Equipamentos de Teste
de Bateria e Eletroquimica, Equipamento de Fabricacao de Eletrodos,
Equipamento de Montagem e Enchimento de Células, Consumiveis e Materiais
para Laboratério de Baterias, etc.



Solution for researching

KINTEK SOLUTION

PERFIL DA EMPRESA
>>> Sobre nos

A KINTEK Solution é uma empresa inovadora orientada pela tecnologia, especializada
em equipamentos laboratoriais abrangentes para pesquisa e desenvolvimento de
baterias e pesquisa de materiais avancados. Nosso portfélio abrange todo o fluxo de
fabricacdo de células, desde a mistura, o revestimento e a prensagem de precisao
(automadtica, aquecida e isostatica) até a montagem e os testes das células. Também
essenciais para a ceramica e a metalurgia do pé, nossos sistemas priorizam a precisdo,

a seguranca e a repetibilidade, capacitando pesquisadores e laboratérios industriais a

alcancar resultados inovadores.
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Maquina De Prensa Hidraulica Aquecida Com Placas Aquecidas
Para Caixa De Vacuo Prensa Quente De Laboratdrio

Numero do item: PCVM

introducao

Melhore a precisao do laboratério com a prensa
de laboratério a vacuo aquecida da KINTEK para
obter amostras uniformes e sem oxidacao. ldeal
para materiais sensiveis. Obtenha
aconselhamento especializado agora!

Saiba mais

Modelo do instrumento PCVM-10T

Gama de pressao

Processo de pressurizagao
Temperatura de aquecimento
Placa de aquecimento
Material da caixa de véacuo
Tamanho do estldio
Tamanho da porta

Grau de vacuo

Dimensdes (CxLxA)

Fonte de alimentagao

0-10,0 toneladas

Pressurizagdo manual

Méximo 500°C

180x180mm, 200x200mm (podem estar disponiveis opgdes personalizaveis)
SUS 304 (aco inoxidavel)

400x400x400mm

300x350mm

-0.1MPa

450x550x850mm

220V 50Hz (opgéo 110V disponivel)
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Prensa Quente A Vacuo Programavel Compacta De Bancada

Para Colagem De Eletrodos De Bateria E Processamento De

Materiais

Numero do item:

XP30

Saiba mais

introducao

Prensa quente a vacuo programavel de bancada
gue fornece 10 toneladas de forca hidraulica,
controle de temperatura PID preciso até 500°C
e ambiente de vacuo ou gas inerte. Projetada
para colagem de eletrodos de bateria,
laminacao de polimeros e pesquisa de materiais
avancados em um formato compacto de
bancada.

Colagem de Eletrodos de Bateria

Prensagem de Eletrdlito de Estado
Sélido

Laminagéao de Polimeros

Fabricacdo de Materiais Compdsitos

Compactagdo em Metalurgia do P&

Prensagem a Quente de MEA

(Conjunto de Eletrodo de Membrana)

Sinterizacdo de Ceramicas Avanca

Laminagao de materiais de catodo/anodo em coletores de
corrida sob calor e pressao em vacuo ou gas inerte.

Compactacéao e sinterizacdo de pés de eletrdlito sélido em
pastilhas densas para baterias de préxima geragao.

Colagem de filmes ou folhas de polimero para embalagens
eletronicas, dispositivos médicos ou telas flexiveis.

Consolidagdo de pré-impregnados de metal, ceramica ou fibra
de carbono em painéis compdsitos de alto desempenho.

Compactagdo de pds de metal ou ceramica em pré-formas de
formato préximo ao final sob vacuo para evitar oxidagao.

Colagem da membrana de troca de prétons nas camadas de
catalisador na fabricacdo de células a combustivel.

Densificagao assistida por presséo de ceramicas técnicas como

das X N . o
alumina, zircénia ou nitreto de silicio.

Contato uniforme e oxidagdo minima, melhorando o desempenho
eletroquimico e a vida util do ciclo.

Alta densidade e porosidade reduzida melhoram a condutividade
i6nica e a estabilidade mecanica.

O controle preciso de temperatura/pressao evita bolhas e
delaminagéo, garantindo clareza dptica e resisténcia da colagem.

Elimina vazios e melhora a resisténcia ao cisalhamento interlaminar
através da prensagem assistida por vacuo.

Alcanga alta densidade verde e uniformidade, reduzindo a contragao
e a distorgdo da sinterizagao.

A distribuigdo precisa de pressdo e a atmosfera inerte preservam a
atividade do catalisador e a integridade da membrana.

Reduz a temperatura de sinterizagéo e o tempo de permanéncia,
alcangando densidade préxima a tedrica.

Designagéo do Modelo

Temperatura de Trabalho da
Placa

Poténcia do Aquecedor

Press&o de Trabalho Maxima

Controle de Pressao

Dimensoes da Placa
Abertura da Placa (Luz Livre)

Nivel de Vacuo (Relativo)

XP30-STD XP30-HT
AT - 300 °C AT - 500 °C
2400 W = 3600 W

=< 10 Toneladas (100 kN)

Controlador de tela sensivel ao toque com
autocompensagéo

autocompensagao
180 mm x 180 mm

60 mm

=<-0,1 MPa

info@kindle-tech.com

=< 10 Toneladas (100 kN)

Controlador de tela sensivel ao toque com

180 mm x 180 mm

Médulo térmico selecionéavel

Controle programavel PID por tela
sensivel ao toque

Elementos de aquecimento simétricos

Classificado no estado ambiente (frio)
Programavel em multiplos segmentos

Placas duplas aquecidas
Otimizada para amostras de perfil fino

Mensurado no manémetro da camara
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Alcangével com estacdo de bomba
Até 1x10-3 Torr © .

externa
Compatibilidade com Gas
p L. N2 / Ar N2 / Ar Purga e recarga com gas inerte
Atmosférico
Método de Resfriamento Resfriamento por agua circulante Resfriamento por dgua circulante Canais de agua integrados nas placas
Fonte de Alimentacéo AC 220V / 60Hz AC 208V - 220V / 60Hz Rede de 60Hz, monofésico
Certificagdo de Seguranga CE CE Totalmente certificado
. Temperatura Luvas de Alta
Pacote Bomba Incluida . Recomendado Para
Maxima Temperatura
Laboratérios com orgamento reduzido que ja
Bésico Apenas porta externa (sem bomba) 300 °C (XP30-STD) Opcional . . el
possuem bomba de vacuo
Estagdo de Bomba Estagdo de bomba de palhetas rotativa externa Aplicagdes que requerem isolamento limpo ou
¢ < P 500 °C (XP30-HT)  Opcional plicagoes que req P
Externa de alto desempenho vécuo profundo
Operagdes autbnomas e prontas para uso com
Integrado Padréo Bomba de palhetas rotativa integrada 500 °C (XP30-HT) Incluido (1 par) [P P P

espago minimo
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Prensa Hidraulica Aquecida Com Placas Aquecidas Para Prensa

Quente De Laboratorio Com Caixa De Vacuo

Numero do item: PCV

introducao

A Prensa Hidraulica de Laboratério Aquecida
KINTEK com Caixa de Vacuo garante uma
preparacao precisa de amostras. Compacta,
duravel e com controle digital de pressao para
resultados superiores.

Saiba mais

Modelo do instrumento PCV-10T1818 PCV-10T2020

Faixa de Pressao 0-10,0 toneladas 0-10,0 toneladas
Processo de pressurizacao Pressurizagdo manual Pressurizagcédo manual
Temperatura de aquecimento Méximo 500°C Mé&ximo 500°C

Placa de aquecimento 180x180mm 200x200mm

Material da caixa de vacuo SUS 304 (aco inoxidavel) SUS 304 (aco inoxidavel)
Tamanho do estudio 400x400x400mm 400%x100x400mm
Tamanho da porta 300x350mm 300x350mm

Grau de vacuo -0,1MPa -0,1MPa

Dimensodes 450x550x850(CxLxA) 450x550x850(CxLxA)

Fonte de energia 220V 50Hz (suporta 110V) 220V 50Hz (suporta 110V)
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Prensa A Quente A Vacuo De 40 Toneladas 400X400Mm Com
Controle Independente De Temperatura E Pressao

Numero do item: XP24

introducao

Prensa a quente a vacuo de 40 toneladas com
placas de 400x400mm, camara de alto vacuo,
duas entradas de gas e perfis programaveis de
temperatura-pressao para processamento de
materiais de precisao. Ildeal para pesquisa em

baterias, ceramica, compdésitos e polimeros.
Projetada para ambientes laboratoriais
exigentes com aquecimento uniforme e

estrutura de quadro fechado.

Saiba mais

rlEee Beneficlo Principal

Densificagao de Eletrodos de
Bateria de ion-Litio

Laminagdo de Camadas de
Baterias de Estado Sélido

Sinterizacdo de Ceramica
Avangada

Compactagéo de Metalurgia do
P6

Moldagem de CFRP e
Compdsitos

Fabricacéo de Chips
Microfluidicos

Liga de Alvos de Sputtering

Processamento de Polimeros de
Alto Desempenho

Prensagem a quente a vacuo de filmes de catodo/anodo (ex.: NMC, LFP)
para alcangar porosidade alvo e melhorar a condutividade elétrica.

Laminagao de separadores de eletrélito com anodos de litio metélico sob
vacuo para evitar vazios interfaciais e oxidacéo.

Densificagao assistida por presséo de ceramicas de engenharia (alumina,

zirconia, carbeto de silicio) em alta temperatura a vacuo ou em gas inerte.

Compressao de pds metdlicos ou de liga em pré-formas préximas a forma
final com porosidade reduzida, seguida de sinterizagdo.

Cura de pré-impregnados reforcados com fibra de carbono sob calor e
pressdo enquanto o vacuo evacua o ar para eliminar a delaminagdo.

Relevo a quente de substratos termoplésticos (PMMA, COC) usando
moldes usinados com precisdo sob vacuo para replicagdo livre de bolhas.

Liga de camadas de indio ou outras camadas de liga entre o material alvo
e a placa de suporte sob calor e pressdo controlados a vacuo.

Moldagem por compressao de PEEK, PEKK e outros termoplasticos de alta
temperatura sob véacuo para evitar degradagao oxidativa.

A forga de compactacgdo uniforme elimina gradientes de
densidade, aumentando a densidade de energia e a vida (til do
ciclo.

Interfaces de ligagdo ultra-limpas garantem baixa resisténcia
idnica e seguranca superior da célula.

Atinge densidade quase tedrica com estrutura de gréo fino,
aumentando a resisténcia mecanica e a abrasao.

Alta densidade da pega crua leva a maior homogeneidade do
material e menor retragdo durante a sinterizagéo.

Pecas estruturais leves com contetddo minimo de vazios para
aplicagdes aeroespaciais e automotivas.

Transferéncia de caracteristicas de alta fidelidade até dimensées
micrométricas, essencial para dispositivos lab-on-a-chip.

Alta integridade da liga e condutividade térmica para execugoes
confidveis de deposicao de filmes finos.

Propriedades mecénicas e acabamento superficial consistentes
para componentes médicos ou semicondutores exigentes.

Geral Modelo

Forga Pressdo Maxima de Trabalho
Area Efetiva da Placa

Planicidade da Superficie da

Placa

Design do Quadro de Carga
Térmico Faixa de Temperatura

Poténcia de Aquecimento

XP24

400 x 400 mm

=< 0,05 mm em toda a superficie

0-40 Toneladas (0-400 kN), ajustavel continuamente via controle de pressao de precisédo hidraulico

Quadro de circuito fechado rigido de quatro colunas, peso liquido 600 kg, deformagé&o eldstica minima sob carga total
Temperatura ambiente a 300°C (temperatura méaxima de projeto 320°C)

5,5 kW (5500 W), 380V trifasico, matriz de elemento de aquecimento resistivo

info@kindle-tech.com | https://kinteksolution.com



https://pt.kinteksolution.com/products/40-ton-400x400mm-vacuum-hot-press-with-independent-temperature-and-pressure-control?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kinteksolution.com?utm_source=pdf

Vacuo & Atmosfera

Utilidades &
Instalagao

Taxa de Aquecimento

Sistema de Resfriamento

Protecdo Térmica
Material da Camara
Nivel de Vacuo
Detecgao de Vazamento

Fornecimento de Gas

Requisito de Energia

Requisito da Bomba de
Véacuo

Dimensdes Externas
(LxPxA)

Peso Liquido

Interface de Agua de
Resfriamento

NI NTENK
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2-5°C/min, dependente da ferramentaria e da massa térmica da amostra

Canais duplos integrados de refrigeracdo a d4gua nas placas; requer resfriador externo (capacidade recomendada =2,0 kW,
agua a 15-25°C)

Barreiras isolantes entre as placas aquecidas e a hidraulica previnem migragdo de calor

Aco inoxidavel SUS304, paredes grossas, polimento interno espelhado para baixa liberagdo de gases

Véacuo estatico de até -0,1 MPa (aproximadamente 10 Pa) via bomba de vacuo externa

Testado com nitrogénio de alta pressdo e espectrometro de massa de hélio para integridade da camara

Duas entradas independentes para N2/Ar com controle de microfluxo de precisdo e valvula de exaustdo de seguranca

AC 380V, 50Hz, trifadsico + neutro + PE (5 fios); disjuntor recomendado 16A, 3P+N+PE com protecéo contra vazamento;
segao transversal do cabo =4 mm? de cobre

Bomba externa com deslocamento =4 L/s, tipo filtro de névoa de 6leo ou scroll seco recomendado

900 x 850 x 1300 mm (de piso, requer piso de concreto sélido e nivelado)
Aprox. 600 kg

Conectores rapidos para conexao do resfriador externo
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Sistema De Prensa A Quente A Vacuo Programavel De Bancada

Para Sintese De Materiais Avancados
Numero do item: XP35

introduc

Saiba mais

ao

Prensa a quente a vacuo programavel da
KINTEK: prensa hidraulica de bancada de 10
toneladas com vacuo/gas inerte, configuracoes
de 400°C e 800°C para laminacao de baterias,
difusao de ligacao e metalurgia do pé.

Laminagéao de Células Tipo
Bolsa para Baterias

Laminagéo e Encapsulamento
de Filmes Poliméricos

Compactagao para Metalurgia
do P6

Difusdo de Ligag&o de Ligas
Avangadas

Laminagdo de Compdsitos de
Matriz Ceramica

Sintese de Materiais
Termelétricos e Piezoelétricos

Laminacé&o a Vacuo de
Encapsulantes para Células
Solares

Vedagao Hermética de
Embalagens MEMS e Sensores

Colagem e vedacgao de eletrodos e separadores de baterias de fons de
litio sob temperatura, pressdo e gas inerte precisos.

Colagem multicamada para eletronicos flexiveis, filmes dpticos ou
embalagens de barreira usando calor e forga controlados.

Prensagem uniaxial de p6s de metal ou ceramica em corpos verdes de
alta densidade, muitas vezes seguida de sinterizagao in situ sob vacuo
ou gas inerte.

Unido no estado sdlido de metais dissimilares ou ligas de alta
temperatura em um ambiente de vacuo limpo a temperaturas
elevadas.

Consolidagdo de pré-impregnados ceramicos ou fitas verdes reforcadas
com fibra sob calor e presséao.

Processamento de novos materiais funcionais sob condi¢bes térmicas e
atmosféricas precisamente controladas.

Colagem de camadas de encapsulante em células fotovoltaicas com
degradagdo térmica minima.

Vedacao assistida a vacuo de sistemas microeletromecanicos (MEMS)
ou embalagens de sensores dpticos sob gas inerte.

Pressdo de Trabalho Maxima
Temperatura Maxima da Placa
Material da Placa

Poténcia de Aquecimento
Nominal

Dimensdes da Placa

Abertura da Placa (Distancia
entre Placas)

Até 10 Toneladas (100 kN)
=400°C

Ago Padrao para Ferramentas/Moldes

=3200W

150 mm x 150 mm

=60mm

Elimina vazios, previne a oxidagdo nas interfaces dos eletrodos e
melhora a impedancia e a longevidade da célula.

Alcanca ligagdes opticamente claras e sem defeitos, com espessura
consistente e sem tensao residual.

Aumenta a densidade sinterizada, reduz a porosidade e melhora a
resisténcia mecéanica e a condutividade elétrica.

Cria interfaces de alta integridade e sem contaminag&o para
componentes aerospaciais, nucleares e médicos.

Garante distribui¢do uniforme de resina, contelido minimo de vazios
e melhora a resisténcia ao cisalhamento interlaminar para
aplicagbes estruturais exigentes.

Permite formacéo de fase e densificagdo reproduziveis, essenciais
para otimizar a conversao de energia e o desempenho do sensor.

Protege contra a infiltragdo de umidade e melhora a confiabilidade
do médulo em instalagdes externas.

Alcanca vedagdes estanques com atmosfera interna controlada,
estendendo a vida Util e a precisdo do dispositivo.

XP35 Edicao Extrema de Alta Temperatura

Até 10 Toneladas (100 kN)
=800°C

Superliga a Base de Niquel

4500 W

150 mm x 150 mm

50mm

info@kindle-tech.com | https://kinteksolution.com


https://pt.kinteksolution.com/products/programmable-vacuum-hot-press-benchtop-system-for-advanced-material-synthesis?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kinteksolution.com?utm_source=pdf

NI NTENK

Solution for researching

XP35 Edicao Padrao XP35 Edicao Extrema de Alta Temperatura

Controle de Press3o Tela sensivel ao toque programéavel (pressurizagdo automatica, Tela sensivel ao toque programavel (pressurizagao automatica,
retengdo, liberagao temporizada) retengao, liberagédo temporizada)

Nivel de Vacuo da Camara -0,1 MPa (Relativo) -0,1 MPa (Relativo)

Gés Atmosférico Nitrogénio (Nz) / Argénio (Ar) Nitrogénio (N2) / Argonio (Ar)

Material da Camara Aco Inoxidavel SUS 304 Acgo Inoxidavel SUS 304

Desligamento automético da porta, intertravamentos de

Sistemas de Seguranga Alivio de sobrepressao padrao

Y & R B sobrepressao e sobretemperatura
Fonte de Alimentagéo AC 220V /50 Hz (Fase Unica) AC208V -240V/60Hz
Certificacao Conforme CE Conforme CE
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Prensa A Vacuo Térmica Elétrica 30T

Numero do item: XP23

introducao

avancados.

Saiba mais

Solution for researching

A prensa a vacuo térmica elétrica da KINTEK foi
projetada para fornecer controle preciso de
temperatura e pressao de até 300°C e 30
toneladas, com ambiente de gés inerte, receitas
programaveis de multiplos estdgios e
resfriamento ativo rapido, ideal para pesquisa
de baterias e processamento de materiais

Prensagem de Eletrodos de
Baterias de ions de Litio

Densificagdo de Eletrdlitos de
Baterias de Estado Sélido

Laminagao de Compdsitos
Avangados

Sinteragdo de Ceramicas
Técnicas

Fabricagdo de Compdsito de
Matriz Metélica (MMC)

Embossagem a Quente de
Filmes Poliméricos

Selagem de Laminagao de
Filme Fino

Sintese de Materiais P&D

Prensagem a quente de filmes de catodo e anodo em coletores de corrente
para melhorar a adeséo interfacial e a densidade do eletrodo.

Compactagao de eletrdlitos sélidos de sulfeto ou dxido sob atmosfera de
argdnio para alcancar alta condutividade iébnica sem contaminag&o por
umidade.

Ligagdo multicamadas de pré-impregnados, filmes termoplasticos ou folhas de
fibra de carbono para protétipos aeroespaciais e automotivos.

Sinterizagdo assistida por presséo de substratos de alumina, zircénia ou nitreto
de silicio sob vacuo para remover ligantes e alcangar densidade total.

Prensagem a morno de pds metélicos (por exemplo, Al, Cu) reforcados com
particulas ceramicas para gerenciamento térmico ou componentes resistentes
ao desgaste.

Microestruturagéo de filmes termoplasticos para dispositivos microfluidicos ou
componentes épticos usando placas aquecidas e forga controlada.

Laminacéo de filmes de barreira para encapsulamento de OLED ou fotovoltaica
organica em ambiente livre de umidade e oxigénio.

Exploragéo de novas formulagdes de materiais e processos de ligagdo com
definigdo flexivel de receitas e registro abrangente de dados.

Pressdo e temperatura uniformes eliminam a delaminagédo e
reduzem a resisténcia interna, aumentando o desempenho da
célula.

O ambiente inerte preserva a pureza de fase e as
propriedades de transporte ionico.

Press&o e resfriamento programaveis garantem laminados
sem vazios com espessura consistente.

A combinagéo de extracdo a vacuo e perfilamento térmico
preciso produz pegas ceramicas sem defeitos.

O resfriamento répido apds a prensagem limita o crescimento
dos graos, melhorando as propriedades mecanicas e
térmicas.

O controle preciso de forga e temperatura reproduz
caracteristicas finas com alta fidelidade.

A atmosfera inerte evita a oxidagdo de camadas orgéanicas
sensiveis durante a ligag&o.

A iteragdo rapida e a exportagdo de dados aceleram a
descoberta de materiais e 0 escalonamento do processo.

Modelo

Sistema de Presséo

Sistema de Presséao

Sistema de Pressao

Sistema Térmico

Sistema Térmico

Sistema Térmico

Sistema Térmico

Sistema Térmico

- XP23
Forga Maxima de Trabalho
Dimensdes do Platen
Controlador de Pressdo
Temperatura de Trabalho
Poténcia de Aquecimento
Taxa de Aquecimento
Controlador de Temperatura

Método de Resfriamento do Platen

400 x 400 mm

2 -5°C/ min

0 - 30 Toneladas (0 - 300 kN)

CLP de Tela Sensivel ao Toque Programavel
Ambiente - 300 °C

5600 W (5,6 kW)

CLP de Tela Sensivel ao Toque Programavel

Resfriamento por Agua Circulante (canais internos)

info@kindle-tech.com | https://kinteksolution.com


https://pt.kinteksolution.com/products/product-1782184993?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kinteksolution.com?utm_source=pdf

m Descrigéo do Parametro

Controle de Ambiente
Controle de Ambiente
Controle de Ambiente
Instalagdo e Utilitarios

Instalagéo e Utilitarios

Nivel de Vacuo

Material da Camara de Vacuo
Atmosfera de Processo
Alimentagao Elétrica

Dimensdes (Camara e Armério de Controle)

NI NTENK
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-0,1 MPa (configuragéo de vacuo bruto)

Aco Inoxidavel SUS 304

Gases Inertes Nitrogénio (N2) / Argonio (Ar)

AC 220V / 50Hz (380V 3-Fases opcional sob solicitagéo)

550 x 600 x 850 mm
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Prensa Térmica Automatica A Vacuo De 10T Para Prensagem
De Laboratodrio De Precisao

Numero do item: XP32

introducao

Prensa térmica automatica a vacuo de bancada
de alta precisao (10T) com platens aquecidos
de 200x200mm e bomba de vacuo rapida para
cura de polimeros, ligacao de eletrodos de
baterias e pesquisa de materiais. Ideal para
ambientes de laboratério que exigem
aquecimento uniforme e controle preciso de
pressao, certificada pela CE com tela sensivel
ao toque programavel.

Saiba mais

rlEee Principal Beneficio

Laminagao de folhas ou filmes de polimeros sob calor e vacuo para criar Pressdo e temperatura uniformes evitam

Laminagé&o de Filme de Polimero

Ligacao de Eletrodo de Bateria

Compactagao de P6 (com
Matrizes)

Processamento de Filme Fino

Sinterizacdo de Ceramica

Cura de Material Compésito

Encapsulamento de Eletrénicos
Organicos

estruturas multicamadas.

empenamentos e vazios.

Ligacdo de materiais de eletrodo em coletores de corrente para baterias de fons A purga de gés inerte evita oxidacdo, garantindo alta

de litio ou estado sdélido.

condutividade.

Compactacao de p6s metdlicos, ceramicos ou compdsitos em pastilhas densas Alta presséo até 50,9 MPa alcangavel com matriz de

usando uma matriz menor.

Cura e recozimento de filmes finos para aplicagdes eletronicas e de sensores.

@50 mm.

Controle preciso de temperatura até 300°C com
ambiente de véacuo.

Sinterizagao de estagio inicial de corpos verdes de ceramica sob calor e pressao Porosidade reduzida e propriedades mecanicas

combinados.

Cura de pré-impregnados de fibra de carbono ou fibra de vidro.

melhoradas.

A distribuigdo uniforme de pressdo garante a qualidade
da laminacéo.

Encapsulamento de dispositivos eletrénicos organicos sensiveis sob atmosfera Ambiente livre de oxigénio estende a vida Util do

inerte.

dispositivo.

Especificasao _

Modelo

Presséo Max. de Trabalho
Preciséo da Pressao

Temp. de Trabalho do Platen
Poténcia de Aquecimento
Dimensdes do Platen
Abertura do Platen (Luz)
Bomba de Vécuo Incluida

Deslocamento da Bomba de Vacuo

XP32

=< 10 Toneladas (100 kN)

+ 0,1 Tonelada (1 kN)

Temp. Ambiente (RT) - 300 °C

3500 W

200 mm x 200 mm

50 mm

Bomba Mecénica de Palhetas Rotativas

240 L/min (8,5 CFM)

Prensa a vacuo aquecida automatica

Controlado via sistema programéavel

Feedback de carga de alta precisdo

Tela sensivel ao toque PID programavel

Conjunto de elementos de aquecimento de alta densidade
Platens retificados planos

Abertura compacta para ciclo de vacuo rapido

Inclus&o padrdo

Capacidade de evacuacéao de alta velocidade
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ST _

Nivel de Vacuo Ultimo <-0,1 MPa Pressé&o manométrica relativa

Atmosfera de Trabalho Nitrogénio (N2) / Argonio (Ar) Compativel com vacuo e purga

Alimentagao CA 208V / 60Hz (Monoféasico) Otimizado para instalagdes institucionais dos EUA

Certificagdo Certificado CE Conformidade de seguranca padrao

Interface Tela sensivel ao toque colorida de 7 polegadas PLC industrial Siemens com tela sensivel ao toque de alta resolucéo

Fungdes Perfilamento bésico de temperatura PID, entrada de pressao alvo, Perfilamento complexo multipasso de temperatura/pressao, armazenamento de receitas

Principais manutengdo automatica, descompressao temporizada automatizada (até 99 perfis), feedback de célula de carga de preciséo, registro de dados via Ethernet

\deal Para Laminagao padrao, cura de polimeros, prensagem simples de Pesquisa académica, padrdes de teste ASTM, processos que exigem compensagao precisa
pastilhas de pressdo passo a passo
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Prensa Térmica A Vacuo Automatica De Bancada Para

Processamento De Materiais Avancados

Numero do item: XP28

introducao

Prensa térmica a vacuo automatica de bancada

Aplicacao

Prensagem de Eletrélito
para Baterias de Estado
Sélido

Laminagao de Filmes Finos
Poliméricos

Preparagao de Pastilhas
para XRF / FTIR

Cura de Compésitos de
Matriz Cerdmica (CMC)

Laminag&o e Selagem de
Células do Tipo Pouch

Prensagem de Painéis
Compdsitos para
Aeroespacial

Prensagem a Quente de
Conjuntos de Eletrodo-
Membrana (MEA)

Saiba mais

Processamento de eletrdlitos sélidos de sulfeto ou éxido sob vacuo e calor controlado para uni-
los com materiais de eletrodo, formando interfaces densas e condutoras de fons. Isso elimina
vazios que causam impedancia, melhorando o desempenho geral da célula.

Prensagem a quente de filmes poliméricos multicamadas sob vacuo para encapsular
eletronicos flexiveis ou criar substratos FPC. O ambiente de vacuo garante que ndo haja bolhas
de ar presas, enquanto calor e pressdo uniformes aumentam a resisténcia da ligagéo.

Compactacao de amostras analiticas em pé em pastilhas sob vacuo para evitar adsorcao de
umidade e oxidagdo. Ideal para preparar amostras estaveis para analise espectroscdpica onde
suavidade e consisténcia da superficie séo criticas.

Prensagem a quente assistida a vacuo de tecidos ou pré-impregnados infiltrados com polimero
pré-ceramico para consolidar camadas e remover volateis antes da pirélise em alta
temperatura. Esta etapa é crucial para alcancar alta densidade nos componentes finais.

Montagem de pilhas de eletrodo-separador e selagem de filmes de laminagéo de aluminio do
tipo pouch sob calor e vacuo para prototipagem de baterias de ion-litio. O ambiente controlado
garante selagem robusta e compressao uniforme do eletrodo.

Prensagem de pré-impregnados de fibra de carbono ou vidro sob véacuo para alcangar baixo
teor de vazios e alta fragdo volumétrica de fibra para componentes estruturais de aeronaves. O
vacuo sem odleo evita contaminagéo que poderia comprometer as propriedades mecanicas.

Unido de membranas revestidas com catalisador a camadas de difuséo de gas sob calor e
pressao precisamente controlados em vacuo, critico para o desempenho de células a
combustivel e eletrolisadores.

de alta precisao que fornece 25 toneladas de
forca, placas aquecedoras duplas de grande
area até 300°C, vacuo limpo sem éleo,
prensagem programavel multiestdgio para
resultados repetiveis. Perfeita para fabricacdo
de baterias de estado sdlido, laminacao de
filmes poliméricos e desenvolvimento de
materiais avancados.

Beneficlo Principal

Alta condutividade i6nica e coesdo mecanica
sem contaminagao.

Produz laminados opticamente claros e
uniformes com excelente resisténcia ao
descascamento e confiabilidade.

Fornece pastilhas reproduziveis e livres de
contaminag&o para analise elementar ou
estrutural precisa.

Reduz a porosidade e aumenta a densificagdo,
levando a propriedades mecanicas e térmicas
superiores.

Cria células hermeticamente seladas com
contato otimizado do eletrodo, estendendo a
vida util do ciclo.

Atende aos rigorosos padrdes aeroespaciais de
resisténcia, leveza e liberagao de gases.

Maximiza a area superficial eletroquimicamente
ativa e reduz a resisténcia interfacial.

Modelo
Carga Maxima de Projeto
Faixa de Controle de Forga

Resolugdo de Forga

Programa de Prensagem

XP28

25 Toneladas (250 kN)
0,3T - 25T

+0,01T

Auto-pressurizagao, pressurizagdo por etapas, auto-manutencao, compensagao de pressao,
descompressdo cronometrada

Prensa térmica a vacuo automatica
Controle servo-hidraulico automatico
Pressdo ajustavel minima é 0,3T
Controle por passos de alta resolugdo

Tempos de estagio sao ilimitados e
configuraveis
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Especificacao _

Célculo de Tensdo em Tempo
Real

Nivel de Vacuo

Configuracéo da Bomba de
Vécuo

Faixa de Temperatura de
Aquecimento

Controle de Temperatura
Tamanho da Placa (Cada)
Folga entre Placas (Daylight)
Método de Resfriamento

Fonte de Alimentagao

Recursos de Seguranga

Certificagdo

Conversao automatica para MPa

-0,1 MPa

Bomba de vacuo seca elétrica resistente a produtos quimicos

Temperatura Ambiente (TA) a =300 °C

Aquecimento multiestdgio programével e manutencao
180 mm x 180 mm

= 60 mm

Resfriamento natural

AC monofésico 220V + 16%, 50Hz

Liberagéo automatica por sobrepressao + parada de emergéncia + alerta visual de alta
temperatura

Certificado CE

NI NTENK

Solution for researching

Insira o didmetro da matriz/molde via tela
sensivel ao toque

Presséo manométrica relativa

Incluséo padréo (sem 6leo)

Passos de 0,1 °C

Tempos de manutengdo por estéagio ilimitados
Placas aquecedoras duplas

Projetado para moldes planos, filmes e chapas
Resfriador por ar forgado ou agua opcional
Conforme padrdes de HK e internacionais

Alerta de alta temperatura aciona acima de 50
&
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Prensa A Quente A Vacuo Automatica De 15 Toneladas Com
Platina Aquecida 200X200Mm E Refrigeracao A Agua

Numero do item: XP33

introducao

difusao.

Saiba mais

Explore a prensa a quente a vacuo automatica
de 15 toneladas da KINTEK: platina aquecida
200x200mm (até 500°C), controle PID preciso,
refrigeracao a dgua e camara em Aco Inox SUS
304 para processamento a vacuo ou com gas
inerte—perfeita para células de bateria do tipo
*pouch*, laminacao de polimeros e uniao por

Laminagéo de Células de
Bateria do Tipo *Pouch*

Laminacgao de Filmes
Poliméricos

Unido por Difuséo

Compactacgéo e
Sinterizagédo de Pés

Cura de Materiais
Compdsitos

Montagem de
Eletrénicos Flexiveis

Especificacdo

Modelo

Presséo Maxima de Trabalho

Temperatura de Trabalho da Platina

Poténcia de Aquecimento

Dimensdes da Platina

Abertura da Platina (Abertura Util)

Bomba de Vacuo Incluida

Nivel de Vacuo (Relativo)

Material da Camara

A laminagao de células do tipo *pouch* para baterias de ion-litio ou de estado sélido requer pressao
e calor uniformes para unir camadas sem danificar o eletrélito. A capacidade de vacuo remove
umidade e gases, prevenindo delaminagdo e aumentando a longevidade da célula.

Lamina folhas de polimero ou filmes compostos para encapsulamento eletrénico, embalagem
médica ou telas flexiveis sob temperatura e presséo controladas.

Una metais, ligas ou ceramicas em temperaturas elevadas sob alto vacuo sem derreter, criando
unides por difusdo atémica.

Comprima pds metélicos ou cerdamicos em uma matriz sob vacuo e calor para formar pastilhas ou
pré-formas densas.

Cure compésitos avangados reforcados com fibras com perfis precisos de pressao e temperatura em
atmosfera inerte.

Lamina e encapsula circuitos flexiveis, telas OLED ou sensores de filme fino com adesivos ativados
por calor sob véacuo.

XP33

=< 15 Toneladas (150 kN)

3000 W

200 mm x 200 mm

50 mm

Bomba de Vécuo de Palhetas Rotativas (padréo)
<-0,1 MPa

Aco Inoxidavel SUS 304

Elimina a delaminagao, melhora a
condutividade idnica e estende a vida Util do
ciclo.

Produz unides livres de bolhas e de alta
transparéncia com controle preciso de
espessura.

Alcanca interfaces de alta resisténcia e livres
de poros, ideais para trocadores de calor e
dispositivos microfluidicos.

Aumenta a densidade, reduz a porosidade e
melhora as propriedades mecénicas e
elétricas.

Otimiza a reticulagéo, previne oxidagao e
garante laminados livres de vazios.

Mantém o alinhamento, elimina defeitos de
liberagdo de gases e protege componentes
sensiveis.

Valor / Detalhes

Temperatura Ambiente - 500 °C, tela sensivel ao toque PID programavel
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Solution for researching

Especificacdo Valor / Detalhes

Compatibilidade com Gas Atmosférico Nitrogénio (N2) / Argonio (Ar)

Método de Resfriamento Resfriamento por Agua Circulante (ambas as platinas)
Dimensdes Externas 650 x 492 x 725 mm

Peso Liquido 235 kg

Fonte de Alimentagao AC 220V / 50Hz, Monofésica
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Sistema De Prensa A Quente De Alto Vacuo De 15T Para

Ligacao Por Difusao E Sinterizacao

Numero do item: XP31

introducao

O sistema de prensa a quente de alto vacuo de
15T oferece aquecimento preciso de 500°C e
desempenho de alto vacuo através de bomba
turbomolecular, alcancando 6x10-4 Pa para
ligacao por difusao, sinterizacao e
processamento de materiais avancados
sensiveis ao oxigénio. ldeal para laboratérios de
investigacao. Contacte a KINTEK para
orcamento.

Saiba mais

rlEee Principal Beneficio

Ligacéo por Difusdo de
Microinterfaces

Sinterizagdo de Ceramicas
Sensiveis ao Oxigénio

Compactagao de Micro-Pastilhas

de Alta Pressao

Processamento de Materiais
Termoelétricos

Compactagao de Eletrodos de
Bateria

Densificagao de Ligas de Alta
Temperatura

Fabricagdo de Compdsitos de
Matriz Ceramica

Embalagem de Dispositivos
Semicondutores

Ligagao sob vacuo de semicondutores de filme fino, jungdes
termoelétricas e cristais Ginicos sem éxidos de interface.

Densificagdo de cerédmicas técnicas, nitretos e sulfetos sob vacuo puro
ou atmosfera inerte.

Fabricacdo de pequenas pastilhas densas para espectroscopia ou testes
mecanicos usando pressbes exatas.

Prensagem e sinterizagdo de ligas termoelétricas sob vacuo para
prevenir alteragdes na composigdo.

Compactagao de materiais de eletrodo sob atmosfera controlada para
investigagao de baterias de estado sélido.

Densificagdo de ligas refratérias e compdsitos usando calor e pressao
combinados.

Infiltragé@o e consolidagéo de pré-formas ceramicas com matrizes de
alta temperatura.

Vedagao hermética e ligagdo de componentes sob véacuo para garantir
fiabilidade a longo prazo.

Atinge ligagdes de alta resisténcia, sem contaminagao, criticas
para dispositivos eletrénicos e foténicos.

Produz componentes de alta densidade e alta pureza com
propriedades mecanicas e elétricas superiores.

Garante densidade uniforme e integridade de fase na preparagao
da amostra.

Melhora a eficiéncia termoelétrica preservando a estequiometria
e reduzindo a condutividade térmica.

Melhora o contacto interfacial e reduz a porosidade, aumentando
o desempenho eletroquimico.

Atinge densidade préxima da tedrica evitando o crescimento dos
gréos e oxidagao.

Cria compdsitos densos e sem defeitos com tenacidade mecanica
melhorada.

Previne a entrada de humidade e contaminantes, prolongando a
vida util do dispositivo.

Especficagao

Modelo

Forga Hidraulica Maxima

Tamanho de Pastilha/Molde Padréo

Intervalo de Temperatura de Trabalho

Poténcia de Aquecimento
Nivel de Vacuo Final
Bombas de Vacuo Incluidas

Medidor de Vacuo

XP31 - Prensa a quente de alto vacuo integrada em armario

15 Toneladas (150 kN)

10 mm x 10 mm (consultar as diretrizes de seguranga de presséo abaixo)

2100 W

Temperatura ambiente até 500°C, controlo por ecré tatil PID programavel

6x10-* Pa (atingido através de sistema de bomba turbomolecular + palhetas rotativas)

Bomba turbomolecular + Bomba de palhetas rotativas

Medidor de alto vacuo digital com leitura em tempo real
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T

Material da Camara Ago inoxidavel SUS 304

Compatibilidade com Géas Atmosférico Azoto (N2) / Argon (Ar), compativel com vécuo e purga
Dimensdes Externas 550 x 560 x 1100 mm

Alimentagao Monofésico AC 220V / 50Hz
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Prensa A Vacuo A Quente De 25
P-T-T Programavel

Numero do item: XP26

Solution for researching

Ton 200X200Mm Com Controle

introducao

Projetada para aplicacdes laboratoriais
exigentes, esta prensa a vacuo a quente de 25
toneladas de mesa oferece sincronizacao
precisa de P-T-t, faixa de temperatura até
500°C, atmosfera de gas inerte/vacuo e
correspondéncia adaptativa de energia,
permitindo sinterizacao de alta densidade e
ligacao em pesquisas de baterias de estado
sélido, ceramicas e compdsitos. Sistema
compacto e certificado CE com desclassificagao
dinamica de pressao para confiabilidade a longo
prazo.

Saiba mais

P&D de Bateria de
Estado Sélido sulfeto/6xido sob alta temperatura e pressao.
Cerédmicas Avancadas &
Compdsitos compdsitos de matriz ndo metalica.
Eletronica Flexivel &
MLCC capacitores ceramicos multicamadas com camadas delicadas.
Ligagao por Difuséo de
Metais

Compactagao de
Metalurgia do P&

Consolidagdo de alta densidade de pés de metal, ceramica e
compdsitos sob vacuo.

Tamanho do Platen 200 x 200 mm

Temperatura Maxima 300 °C (resfriamento natural)
Precisdo de Controle de Temperatura =3°C
Taxa Méaxima de Aquecimento =< 3 °C/min
Pressao Maxima (Estado Frio) 25 Toneladas (250 kN)
Pressdo Maxima (Estado Quente) -
Preciséo de Controle de Presséo
Abertura de Luz 50 mm

Poténcia de Aquecimento 1800 W /2400 W

Densificagéo e ligagao de interface sélido-sdlido de eletrdlitos de

Sinterizagéo por difusdo a vacuo sem oxigénio de pds ceramicos e

Laminagao aquecida de multiplas etapas de filmes de polimero e

+0,1 Tonelada (realimentagdo de malha fechada)

O alto grau de hermeticidade da cdmara permite sinterizagdo de manutengéo
de pressao de longo prazo sob Nz/Ar, prevenindo a oxidagao do litio ativo.

A cadmara de aco inoxidavel SUS304 com vacuo de -0,1 MPa remove
rapidamente gases volateis para componentes sem defeitos.

A pressao de partida suave programavel tdo baixa quanto 100g previne fratura
de folhas finas e frageis durante a prensagem inicial.

Platens retificados de 200x200 mm de alto paralelismo garantem
distribuicdo uniforme de tensdo, minimizando vazios e defeitos.

Elimina gases aprisionados, reduz porosidade e melhora a resisténcia
mecanica e a condutividade elétrica.

Configuracao Profissional/Atualizada

500 °C (requer refrigerador de recirculagao)

=1°C

15 Toneladas (150 kN) @ 500°C

100 mm (adequado para moldes grandes)

3000 W /3500 W
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Configuracao Padrao Configuracao Profissional/Atualizada

Tamanho da Camara de Vacuo
Material da Camara

Vécuo Ultimo

Método de Resfriamento do Platen
Interface de Controle

Opgoes de Alimentagao

Peso Liquido (aprox.)

Conformidade

NI NTENK

Solution for researching

- 400 x 400 x 400 mm

Aco Inoxidavel SUS 304 -

-0,1 MPa (com bomba de dois estagios de 240 L/min) -

Ar ambiente Refrigerador de recirculagéo externo
Touchscreen programavel de PLC de 7 polegadas -

AC 220 V /50 Hz AC 110 V /60 Hz ou AC 440 V / 60 Hz
270 kg (varia por configuragdo) -

Certificado CE -
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Prensa A Vacuo Quente Elétrica De Precisao Acionada Por

Servo Para Pesquisa De Baterias E Processamento De Materiais

Avancados

Numero do item: XP22

introducao

Prensa a vacuo guente elétrica de precisao
acionada por servo com chassi compacto de

Aplicacao

Filmes de Eletrdlito de
Bateria de Estado Sélido

Calandragem de Eletrodo de
jons de Litio

Moldagem de Separador
Polimérico e Membrana

Laminagao de Compdsitos
Avangados

Compactagdo de P
Ceramico

Substratos Ceramicos de
Alto Desempenho

Pesquisa de Materiais
Académica

Especificacdo

Configuracao Padrao

260mm, touchscreen programavel de 7
polegadas, atuacao sem éleo e capacidade de
alta temperatura para pesquisa de baterias e
consolidagcao avancada de materiais. Ideal para
produzir filmes densos e uniformes e eletrélitos
de estado sélido com controle preciso de

pressao e temperatura.

Saiba mais

Prensagem a vécuo a quente de pés de eletrdlito de sulfeto ou éxido em filmes
densos e finos sob temperatura e pressao controladas com preciséao.

Compressao poés-revestimento de materiais de cadtodo e &nodo para melhorar o
contato do material ativo e densidade sob véacuo.

Fabricagao de membranas poliméricas microporosas ou densas com espessura
ajustavel via moldes com controle de gap.

Ligagao térmica multicamadas de filmes funcionais, folhas e ndo tecidos para
eletrénica flexivel ou embalagem.

Compressao de pré-formas ceramicas de formato préximo ao final sob vacuo,
seguida de sinterizagdo para alcangar ceramicas de alta densidade.

Prensagem a vacuo a quente de fitas cerdmicas para aplicagdes de substrato
eletronico.

Plataforma versatil para sintese exploratdria de novas ligas, termoelétricos ou
biomateriais que exigem aguecimento/prensagem limpo e programavel.

Desempenho

Modelo XP22 —

Tipo de Atuagao

Forga Maxima de
Prensagem

Resolugdo de Forga

0 - 3,0 Toneladas (0 - 30 kN)

Servo-elétrica pura, sem 6leo —

Atualizacées Opcionais / Nucleo de

Beneficlo Principal

Minimiza interfaces resistivas e melhora a condutividade idnica
através de microestrutura uniforme.

Aumenta a densidade de energia e o desempenho da taxa
enqguanto reduz a resisténcia interna da célula.

Alcanca tolerancia de espessura consistente (+1 um) e
planicidade de superficie para aplicagdes criticas de

separagao.

Adesao interlaminar confidvel sem delaminacéo, mesmo com
materiais dissimilares.

Reduz a porosidade para niveis préximos de zero, melhorando
as propriedades mecanicas e térmicas.

Elimina vazios e empenamento, produzindo substratos
perfeitamente planos e densos com excelente condutividade

térmica.

Iteragdo rapida com controle de parametros reprodutivel,
acelerando resultados prontos para publicacao.

Observacoes

Prensa a vacuo quente elétrica de precisao
acionada por servo

Elimina a contaminagéo por fluido hidraulico

0 - 5,0 Toneladas (0 - 50 kN) com matriz de

eletrodo de aquecimento répido;

Resolugdo de 0,01 Tonelada com compensagdo
inteligente de carga

0 - 10,0 Toneladas (0 - 100 kN) alta forca

0,01 Tonelada —

Compensacao inteligente de micro-passos para
carregamento de precisdo
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Especificacao

Tamanho do Platen

Abertura do Platen
(Diafragma)

Temperatura Maxima de
Operagao

Método de Aquecimento

Controle de Temperatura

Sistema de Resfriamento

Dimensdes do Chassi
(LxPxA)

Padrao Elétrico

Recursos de Seguranga

Kits de Aplicagdo
Opcionais

Garantia e Suporte

Configuracao Padrao

180 x 180 mm

50 mm

Padrdo (nao especificado, tipicamente
=200°C)

Aquecedores independentes de duplo platen
embutidos

Touchscreen programavel de 7 polegadas,
perfil de multiplos segmentos

Canais de resfriamento a dgua integrados

260 x 347 x 422 mm (design estreito)

AC 220-230V, 50Hz, monofasico

Intertravamentos elétricos ativos de trés
niveis; certificado CE

Garantia de 12 meses (consumiveis
excluidos)

Atualizac6es Opcionais / Nucleo de
Desempenho

60 mm ou 65 mm

Até 300°C (com pacote de alta temperatura)

Pacote de alta temperatura opcional

Compativel com refrigerador de circuito
fechado externo (ex., CW-3000)

300 x 300 x 420 mm (design cléssico)

110V/60Hz (América do Norte);
220V/60Hz (Coreia)

KIT A: ferramentaria de filme quadrado de 100
um (+$300);

KIT B: molde de folha com ajuste de gap
(+$300);

KIT C: refrigerador de dgua industrial CW-3000

NI NTENK
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Observacgoes

Platens de ago para matriz de alta rigidez

Acomoda moldes mais espessos ou montagens
multicamadas

Adequado para fusao de polimeros, sinterizagao de
ceramica e recozimento de metais

Canais resfriados a agua integrados para
resfriamento répido

Interface Aura-Touch™; exibicdo de curva em
tempo real, armazenamento de receitas

Recurso padrao para resfriamento de platen e
protecéo de vedagéao

Chassi estreito de 2025 vs. classico de 2024; peso
liquido 130 kg vs. 100 kg

Todas as configuragdes usam energia monofésica
de laboratério padrao

Conformidade total com diretivas de seguranca
internacionais

Integragdo perfeita com platens de 180x180 mm

Consulta técnica gratuita vitalicia e fornecimento de
pecas sobressalentes
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Prensa A Quente A Vacuo Automatica De 60 Toneladas Para

Consolidacao De Materiais De Alta Densidade

Numero do item: XP19

introducao

A prensa a quente a vacuo automatica de 60
toneladas da KINTEK atinge 305,6 MPa de
compactacao de precisao a até 500°C com
molde de Carbeto de Tungsténio,
proporcionando consolidacao livre de vazios.
Ideal para metalurgia do pd e pesquisa de
baterias sob vacuo de -0,1 MPa. Garante
seguranca com triplo intertravamento.

Saiba mais

Termoplasticos de Alto
Desempenho

Metalurgia do P6 e Metais
Duros

Unido por Difusé&o /
Soldagem por Difusdo

Eletrodos de Bateria e
Eletrélitos de Estado Sélido

Ceramicas Funcionais

Compésitos de Matriz
Metélica (MMCs)

Alvos de Sputtering e
Precursores de Filmes Finos

Compésitos Carbono-
Carbono

Pés-Processamento de
Manufatura Aditiva (AM)

Prensagem a quente a vacuo de filmes ou pés de PEEK, PEIl, PPS
e Pl para eliminar microbolhas e vazios.

Sinterizagdo sob presséao ultra-alta de WC-Co, boretos e cermets
para atingir alta densidade a verde.

Jungao no estado sdlido de metais diferentes (Cu/Al,
ago/ceramica) sob alta pressdo e temperatura sem material de
adigao.

Densificagdo de LLZO, LATP e camadas compdsitas
catodo/eletrdlito para baterias de estado sdlido.

Sinterizagao de pés piezoelétricos (PZT), dielétricos (BaTiOs) e
ferritas sob vacuo para manter estequiometria e pureza.

Infiltragdo e prensagem a quente de matrizes de aluminio ou
titanio reforcadas com fibras de SiC, Al203 ou carbono.

Consolidagao de pés de metal ou 6xido de alta pureza em blanks
de alvo para deposicéo fisica por vapor (PVD).

Prensagem a quente a vacuo de pré-formas de fibra de carbono
com matriz de piche ou resina para criar compdsitos C/C de alta
densidade.

Densificagéo de pecas de metal ou ceramica fabricadas
aditivamente para eliminar porosidade interna.

Produz componentes poliméricos totalmente densos com resisténcia quimica
superior, resisténcia mecanica e estabilidade térmica para implantes médicos
e aeroespaciais.

Pegas com densidade quase tedrica com dureza excepcional, resisténcia ao
desgaste e estrutura de graos fina, ideais para ferramentas de corte e pegas
de desgaste.

Cria juntas livres de vazios e de alta resisténcia com interfaces imaculadas,
essenciais para microeletronica, conjuntos 6pticos e componentes de reatores
nucleares.

Melhora a condutividade idnica e a integridade mecanica ao eliminar vazios
interfaciais, um requisito critico para o desempenho e seguranga da préxima
geragao de baterias.

Maximiza as propriedades eletromecanicas ao atingir densidade total sem
contaminantes organicos ou porosidade, vital para sensores e atuadores
avangados.

Distribuigdo uniforme de particulas e consolidagao total, melhorando
resisténcia especifica, rigidez e condutividade térmica para aplicagdes
estruturais leves.

Atinge densidade total e estrutura de graos fina, garantindo deposigao
uniforme de filme fino e maior vida Util do alvo na fabricagdo de
semicondutores.

Atinge densificagdo uniforme com propriedades térmicas e mecanicas
excepcionais para aplicagdes aeroespaciais, de frenagem e gerenciamento
térmico.

Transforma protétipos de AM de baixa densidade em componentes funcionais
e totalmente densos com vida a fadiga, resisténcia e acabamento superficial
melhorados.

Numero do Modelo

Forga Maxima

XP19

=< 60,0 Toneladas (aproximadamente 600 kN), auto-controlada
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ST

Presséo Ativa (em molde de 50 mm) ~305,6 MPa

Material do Molde Carbeto de Tungsténio (WC)

Dimensdes do Molde Diametro: ® 50 mm, Altura de Enchimento: 15 mm

Faixa de Temperatura TA (Temperatura Ambiente) a 500°C, PID programével
Nivel de Vécuo = -0,1 MPa (vécuo mecéanico)

Sistema de Resfriamento Circulagdo de &gua em circuito fechado (resfriador externo)
Fonte de Alimentagao AC 220 V / 50 Hz, monofasica

Certificagdo Certificado CE

Mecanismo de

Légica de Protecao Valor para Seguranca Laboratorial
Intertravamento
Deteccéo de Limite da Abertura da porta frontal aciona interruptor de limite, cortando Previne contato acidental com a zona quente/pressurizada, evitando
Porta aquecimento e pressurizagdo instantaneamente. queimaduras ou lesdes por esmagamento.
Disparo por Sobrecarga de Sensor de precisdo detecta sobrecarga >60 T; valvula de alivio Protege o molde de Carbeto de Tungsténio de falha catastréfica devido
Pressao principal abre e alarme soa. a sobrepressao.
Fusivel Térmico de Fuga Monitoramento de temperatura com dupla redundancia; corte de Elimina o risco de fuga térmica, preservando a integridade da camara
Térmica energia se temperatura exceder 500°C. de véacuo e da amostra.
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Prensa A Quente A Vacuo E Gas Inerte De 200 Toneladas

Numero do item: XP29

introducao

Prensa a quente a vacuo industrial de 200
toneladas com placas aquecidas de
400x400mm, controle por CLP, purga com gas
inerte e vacuo profundo para laminacao,
colagem e cura uniformes de grande area em
aplicacOes de pesquisa de baterias e materiais
avancados. Engenharia de precisao para
resultados consistentes e repetiveis.

Saiba mais

Laminagéao de Polimeros & FPC
de Grande Formato

Colagem de Semicondutores &
Wafers

Montagem de Baterias do Tipo
Pouch Cell

Cura de Ceramicas Avangadas
& Compésitos

Densificagdo de Folhas de
Grafite

Pesquisa & Desenvolvimento
de Materiais

Laminagao sem vazios de folhas poliméricas de grande area, Circuitos Impressos
Flexiveis (FPC) multicamadas e painéis compdsitos avangados sob vacuo

continuo.

Elimina bolhas de ar aprisionadas e garante colagem livre
de defeitos, aumentando a durabilidade e o desempenho
elétrico.

Colagem térmica a vacuo de baixo perfil para wafers de grande didmetro,

mddulos multichip e substratos que requerem uniformidade precisa de

temperatura e pressao.

Prensagem plana de precisdo de eletrodos de bateria de grande formato do tipo
*pouch cell* e camadas separadoras para otimizar o contato eletroquimico e o

transporte i6nico.

Cura e consolidagao assistidas a vacuo de compdsitos de matriz de resina ou

ceramica em temperaturas de até 250 °C.

Aplainamento e densificacdo de filmes flexiveis de grafite para materiais de

interface térmica usados no resfriamento de eletronicos.

Processamento de polimeros, compdsitos e revestimentos experimentais sob
atmosferas controladas de vacuo/inerte para estudar relagées estrutura-

propriedade.

Alcanga contato interfacial uniforme e minimiza o estresse
mecanico, preservando microestruturas delicadas.

Aumenta a densidade de energia e a vida util do ciclo
criando interfaces de eletrodo homogéneas.

Reduz a porosidade e aumenta a densificagdo, melhorando
a resisténcia mecanica e a estabilidade térmica.

Alta condutividade térmica no plano e espessura uniforme
para efetiva dissipagao de calor.

Fornece controle ambiental preciso para investigagdes
cientificas reproduziveis e de alta fidelidade.

Modelo

Press&o de Trabalho M&xima
Sensor de Pressédo

Dimensdes da Placa
Temperatura Maxima da Placa
Poténcia de Aquecimento
Altura de Abertura da Placa
Bomba de Vacuo

Nivel de Véacuo Final
Atmosfera de Trabalho

Porta de Purga

XP29

= 200 Toneladas (2.000 kN)

Células de carga

400 mm x 400 mm

=250°C

=6 kW

60 mm

Bomba de vacuo mecanica de palhetas rotativas
=< 10 Pa (aprox. 0,1 mbar)

Nitrogénio (N2) / Argonio (Ar)

1/4" NPT

Prensa a quente a vacuo e gas inerte
Gerenciada via sistema de controle Siemens CLP
Monitoramento em tempo real da forga real
Placas aquecidas duplas de grande area
Controle programavel por tela sensivel ao toque
Elementos de aquecimento simétricos

Projetada para folhas, laminados e filmes finos
Inclusdo padréo (selada a dleo)

Faixa de vacuo grosso a médio profundo
Compativel com vécuo e purga

Equipada com vélvula de esfera manual para vacuo
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D _

Janela de Observacao Vidro resistente a altas temperaturas Para visualizagdo da amostra in situ

Sistema de Controle Siemens CLP com IHM de tela sensivel ao toque Suporta programacao de receitas multi-segmentadas
Fonte de Alimentagao AC 220V / 50Hz (Monofasica) Requer disjuntor dedicado minimo de 32A
Certificagdo de Seguranca Conformidade CE Sob Cédigo HS: 8474802000
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nte A Vacuo De 30 Toneladas 350X350Mm Para

Pesquisa Em Baterias E Processamento De Materiais

Numero do item: XP27

introducao

=

—_— toneladas com area de trabalho de

b @ _j%r - Prensa a quente a vacuo laboratorial de 30

350x350mm, temperatura maxima de 300°C,
aquecimento multizona, controle preciso de
pressao de =0,1T, resfriamento de dgua de
duplo circuito e automacao PLC. Ideal para
pesquisa em baterias, processamento de
eletrélitos de estado sélido, sinterizacado de
ceramicas e fabricacdo de materiais compdsitos
avancados.

Saiba mais

Processamento de Eletrdlito para
Baterias de Estado Sélido

Montagem de Eletrodo de
Membrana (MEA) para Células a
Combustivel

Laminag&o de Filme Polimérico e
Circuito Flexivel

Compactagao de Pds Ceramicos e
Metdlicos

Conformagdo de Painéis de Polimero
Reforcado com Fibra de Carbono
(CFRP)

Ligagdo Termocompressao de

Waferes e Sensores

Producéo de Alvos de Sputtering

Pesquisa de Materiais Gradiente
Funcionalmente (FGM)

Densificacdo de camadas de eletrélito sélido de sulfeto ou éxido entre cétodo e Densidade uniforme com resisténcia interfacial
anodo sob vacuo, evitando a absorcdo de umidade e alcangando alta minima, fundamental para o desempenho de
condutividade ionica. baterias de préxima geragao.

Prensagem a quente de membranas revestidas com catalisador com camadas de Ligacdo aprimorada e espessura consistente em
difusdo de gas em temperatura e pressao controladas com precisdo para produzir MEAs de grande area, melhorando a eficiéncia e a
conjuntos de eletrodos uniformes para células a combustivel PEM. vida util da célula a combustivel.

Empilhamento multicamada de filmes poliméricos, adesivos e folhas de cobre para
circuitos impressos flexiveis (FPC) e chapas compésitas, usando perfis
personalizados de temperatura e pressao.

Laminagdo sem vazios com excelente resisténcia a
descasca e estabilidade dimensional.

Prensagem de pds cerdmicos ou metéalicos em pré-formas planas antes da Melhor densidade final sinterizada e propriedades
sinterizagéo de alta temperatura, alcangando alta densidade verde e mecanicas com menor tempo de pds-
empacotamento uniforme de particulas. processamento.

Consolidagao de camadas de pré-impregnado de fibra de carbono em painéis
espessos ou finos para P&D aeroespacial e automotivo, usando vacuo para
eliminar bolsas de ar.

Adeséo fibra-matriz superior e espessura
consistente, permitindo protétipos estruturais leves.

Ligagbes de alta qualidade sem bolhas, essenciais
para a confiabilidade de microeletrdnica e
dispositivos MEMS.

Ligagéo de waferes de silicio, vidro ou sensores de filme fino com adesivos
termoplasticos em ambiente de vacuo para evitar defeitos de bolhas.

Materiais alvo com densidade e composicao
uniformes, aumentando a qualidade da deposicao
do filme e a utilizagéo do alvo.

Prensagem a quente de pés ceramicos ou metélicos em alvos de sputtering densos
sob vacuo para eliminar éxidos e reduzir a porosidade.

Prensagem sequencial de multiplas camadas de pé com composigdes diferentes Controle preciso de espessura e composigao da
para criar gradientes nas propriedades térmicas ou elétricas para aplicagdes camada, permitindo a explorag&o de novas
avancgadas. arquiteturas de materiais.

Sistema hidrdulico com vélvula de alivio de

Pressdo de Trabalho 30 Toneladas (300 kN) -

Precisao do Controle de

sobrepressao

Feedback de sensor de malha fechada, manutengdo

+0,1 Tonelada -

Presséo

automaética de pressado
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TS e Atuallzages Opcionals e Personalizadas

Método de Controle de
Pressao

Tamanho Efetivo da
Placa (L x P)

Altura de Abertura da
Placa

Temperatura Maxima de
Trabalho

Poténcia de
Aquecimento

Controlador de
Temperatura

Método de Resfriamento

Médulo de Resfriamento
Opcional

Material da Camara de
Vécuo

Atmosfera de Trabalho

Nivel de Vécuo Final

Configuragao da Bomba
de Vécuo

Fonte de Alimentagado
Padrao

Conformidade

Programavel por tela sensivel ao
toque PLC

350 x 350 mm

50 mm

300 °C

9.000 W (9 kW)

PLC com tela sensivel ao toque
colorida de 7 polegadas

Resfriamento de agua interno de
duplo circuito

Agua gelada fornecida pelo usuario
(=25 °C)

Aco inoxidavel SUS 304

Nitrogénio (Nz) / Argbnio (Ar)

< -0,1 MPa

Bomba mecénica de palheta rotativa
de dois estagios

Trifésica AC 380V / 50Hz

Certificado de seguranga CE

80 mm / 100 mm (personalizado)

Chiller de recirculagéo de precisdo de 2HP

Outros gases nao reativos

Monofasica AC 220V / 50Hz (personalizado, requer
disjuntor =50A, fio de cobre =6mm?2)

NI NTENK
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Programacao de pressao em multiplos passos,
espera e liberagéo automatica

Retificagdo de superficie de alta precisdo, erro de
paralelismo minimo

Aberturas maiores exigem aumento da altura da
camara de vacuo

Néo mantenha 300 °C sem resfriamento de dgua

Layout de elemento de aquecimento multizona em
matriz

Controle de presséo integrado, suporte a
exportacdo de dados

Conectores répidos G1/2”; requer fonte de dgua
gelada

Chiller recomendado para operag&o de circuito
fechado e economia de dgua

Alta resisténcia, resistente a corrosao, baixa taxa de
vazamento

Valvulas de controle de entrada de gas dupla e
valvula de quebra de vacuo manual

Dependente da velocidade da bomba e vedagéo da
linha

Deslocamento recomendado da bomba = 240 L/min

Trifasica fortemente recomendada para
balanceamento de carga

Componentes elétricos principais com protegao
contra sobrecarga
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Prensa Hidraulica Aquecida De 30 Toneladas Para Pesquisa Em
Sintese Avancada De Polimeros, Baterias De Estado Sdlido E

Densificacao De Ceramicas

Numero do item: XP10

introducao

A prensa aquecida de 30 toneladas da KINTEK
oferece compactacao de alta pressao com
controle preciso, resfriamento de dgua
integrado, controles de temperatura
programaveis e compatibilidade com
gloveboxes para pesquisa em eletrélitos de
estado sélido, polimeros e ceramicas.
Configuracdes Standard (110 kg) e Pro (150 kg),
com chiller de recirculacao opcional para
resfriamento rapido.

Saiba mais
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Prensa Isostatica Quente Para Investigacao De Baterias De

Estado Sdlido Prensa Isostatica Quente

Numero do item: PCIH

introducao

agora!

Saiba mais

KINTEK Warm Isostatic Press (WIP) para
laminacao de precisao em semicondutores e
baterias de estado sélido. Certificacdo ASME,
controlo de 50-100°C, capacidades de alta
pressao. Melhore o desempenho do material

Modelo do instrumento PCIH-20T PCIH-40T PCIH-60T PCIH-100T

Gama de pressao

Diametro do pistao

Processo de pressurizagdo
Tempo de retengao
Conversao da pressao
Ecra

Temperatura de
aquecimento

Pressao isostética

Dimenséao da camara
isostatica

Curso do pistéo (T)

0-20T 0-40T 0-60.0 toneladas
130mm (d) em cilindro de éleo 150mm (d) em cilindro de éleo 200mm (d) em cilindro de éleo
cromado cromado cromado

Programa de pressurizagdo - Programa de retencéo - Alivio de pressao temporizado
1 segundo a 999 minutos 1 segundo a 999 minutos 1 segundo a 999 minutos

O programa converte automaticamente a pressao suportada pela amostra

Ecré LCD de 7 polegadas Ecré LCD de 7 polegadas Ecré LCD de 7 polegadas
Temperatura ambiente-200.0C Temperatura ambiente - 200.0C Temperatura ambiente - 200.0C
300MPa 300MPa 300MPa

®30x150mm(MxN) ®40x150mm(MxN) ®x50x150 (MxN)

50mm 50mm 50mm

0-100 toneladas

220mm (d) em cilindro de 6leo
cromado

1 segundo a 999 minutos

Ecra LCD de 7 polegadas

Temperatura ambiente-200.0C

500MPa

®x50%x150 (MxN)

50mm
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Kintek Solution WhatsApp

Sede: N0.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China
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